三維 Moire 量測技術
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在現階段的 AOI 中，大部分的檢測都可以用 2D 影像處理來完成，但仍是有2D影像處理無法檢測的工業需求，三維 Moire 量測技術旨在快速的處理大面積的高度資訊，以彌補 2D影像處理無法完成的空缺。

本文中所描述的系統其水平解析度為 40 μm，取像速度為 90 mm/sec，演算法處理速度 ＜ 2 sec，為一僅需做少許的校正，可快速客制化之系統。
